INTERTECH2020 (NOVAS DATAS)

XVI Conferéncia Internacional em Educagdo em Engenharia e Tecnologia
26 de Novembro de 2020, incluido na COPEC Flash Week
23 a 26 de Novembro de 2020
Fronteiras da Pesquisa Cientifica em Educagao em Engenharia e Tecnologia

https://lwww.copec.eu/intertech2020/

Organizado pelo: Organizacido de Pesquisa em Educacgao e Ciéncia (COPEC)
Realizacédo: Conselho Internacional em Educag¢dao em Engenharia e Tecnologia (INTERTECH)
Anfitrido: Instituto Internacional de Educacao (lIE)

NOVAS DATAS DE SUBMISSAO DE TRABALHOS

Submisséao de Trabalhos: 1 de novembro de 2020
Notificacdao de Aceite: 3 de novembro de 2020
Data limite para envio do trabalho no formato exigido e
para pagamento da taxa de publicacdo: 12 de novembro de 2020
Congresso: 23-26 de novembro de 2020

Programa Cientifico: A duragdo da COPEC Flash Week sera de quatro dias, sendo que as todas as
sessoes técnicas do INTERTECH2020 serao realizadas no dia 26 de Novembro. Todas as
apresentagdes serdo on-line on-time. O programa cientifico incluira:

. Workshops
. Sessoes Plenarias
. Apresentacdes Orais
. Painéis e Mesas-Redondas

Submissao de Trabalhos: Possiveis participantes estdo convidados a submeter pela homepage um
trabalho. Apds a notificagao de aceite os autores deverao enviar seu trabalho como trabalho completo ou
como WIP (trabalho em desenvolvimento) via homepage de acordo com os modelos. Os detalhes para a

submissao incluindo os modelos, estao disponiveis na homepage do congresso:
https://www.copec.eul/intertech2020

Um Trabalho em desenvolvimento (WIP) deve ter no maximo quatro paginas. Um WIP descreve os
primeiros resultados de um projeto em andamento e que envolve estado-da-arte, implementacao,
programas pilotos e conceitos nao tradicionais. Deve conter os detalhes da factibilidade cientifica e/ou
educacional do projeto, incluindo os resultados esperados.

Anais e Livro de Resumos: Os Anais e o Livro de Resumos do Congresso seréo publicados on-line e
estarao disponiveis na época do mesmo. Tanto o livro de resumos quanto os Anais estarao registrados
na Biblioteca do Congresso Norte Americano e possuirdo ISBN tendo validade internacional. Além disso,
0s Anais também possuirdo ISSN porque os Anais do Congresso também estao caracterizados como
periddicos. Todos os trabalhos publicados terao DOI (Identificador de Objeto Digitai).

Idioma do congresso: Inglés, Espanhol e Portugués séo os idiomas oficiais do congresso.

Workshops: Durante o congresso serao oferecidos alguns Workshops. Os Titulos e Programas
completos serao disponibilizados brevemente na homepage: https://www.copec.eul/intertech2020

Objetivos: Este Congresso ira promover um férum internacional para o intercambio de informagdes
sobre as pesquisas e 0s mais recentes desenvolvimentos na melhoria do ensino, em todos os campos
da Engenharia e da Tecnologia. Durante o congresso as diretrizes curriculares serdo discutidas tado bem
como a integragao entre o mercado global e a Educagdo em Engenharia e Tecnologia.



Tépicos: Os autores estdo convidados para submeterem trabalhos originais nos seguintes tépicos
abaixo:

Acreditacao e Controle de Qualidade
Educagéo Continuada em Engenharia e Tecnologia
Diversidade em Educagao em Engenharia e Tecnologia
Desenvolvimento de Curriculos
Pesquisa em Educagdo em Engenharia e Tecnologia e Pedagogia da Engenharia e Tecnologia
Aspectos Internacionais da Educacdo em Engenharia e Tecnologia
Lingua e Humanidades em Educacdo em Engenharia e Tecnologia
Matematica e Ciéncias Naturais na Educagcado em Engenharia e Tecnologia
Responsabilidade Profissional, Etica e Social
Treinamento de Professores na Area Tecnoldgica
Outros (Vocé pode submeter trabalhos em outros tépicos.)

Presidente do Comité Organizador: Claudio R. Brito
Co-Presidente do Comité Organizador: Melany M. Ciampi
Presidente do Comité de Programa Técnico: Maria Feldgen
Presidente do Comité de Workshops: Osvaldo Clua
Favor enviarem todas as submissoes e duvidas para:

Prof. Dr. Claudio R. Brito
Presidente do INTERTECH2020

Email: intertech@copec.eu
Homepage: https://www.copec.eulintertech2020/




